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(57) Abstract: The invention relates to an optical sensor array, especially a thermopile sensor array. Said sensor array comprises a 
sensor chip array (10; 10*) having an optically transparent irradiation area (OB; OB*), an assembly area (RB; RB") surrounding the 
same and a wire bonding area (BB); an optically insulating assembly frame (MLF: MLF*) having a chip-receiving area (DP; DP*) 
and a plurality of connecting elements (AB-AB"0; and an optically insulating packaging device (MV-MV*^, The sensor chip array 
(10; 10% in the assembly area (RB; RB^, is linked with the chip receiving area (LB: LB^, and in the wire bonding area (BB) it is 
linked with one or more of the connecting elements (AB-AB'"). The chip receiving area (DP; DP') comprises a window (F; F*) that is 
disposed in such a manner that at least a part of the optical irradiation area (OB; OB^ is not covered by the chip receiving area (DP; 
DP^ and that the packaging device (MV-MV^O surrounds the sensor chip array (10; 10*) and the assembly frame (MLF: MLF") in 
such a manner that optical radiation enters the sensor chip array (10; 10) substantially only through the window (F; F*). 

[Fortsetzjmg ouf der ndchsten SeiteJ 
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EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, ML, PL, PT, Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF. CG, CI, CM, GA, kOrzmgen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), des and Abbreviations ") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 

PCT-Gazette verwiesen. 

Veroffentlicht: 

— mit intemationaiem Recherchenbericht 



(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft eine optische Sensoranordnung, insbesondere dne Thermopile-Sen- 
soranordnung, mit einer Sensorchipanordnung (10; 10') mit einem optisch transparenten Bestrahlungsbeieich (OB; OB'), einem 
diesen umgebenden Montagebereich (RB; RB') und einem Drahtbondbereich (BB); einem optisch isolierenden Montagerahmen 
(MLF: MLF') mit einem Chipaufnahmebereich (DP; DP') und einer Mehrzahl Anschlusselementen (AB-AB'"); und einer optisch 
isolierenden Verpackungeinrichmng (MV-MV'"); wobei die Sensorchipanordnung (10; 10') im Montagebereich (RB; RB') mit 
der Chipaufnahmebereich (LB: LB') und im Drahtbondbereich (BB) mit einem oder mehreren der Anschlusselemente (AB'AB"|) 
verbunden ist; der Chipaufnahmebereich (DP; DP*) ein derart angeordnetes Fenster (F; F') aufweist, das zumindest ein Teil des opti- 
schen Beslrahlungsbereichs (OB; OB*) nicht von dem Chipaufnahmebereich (DP; DP') bedeckt ist; und die Verpackungeinrichtung 
(MV-MV***) die Sensorchipanordnung (10; 10*) und den Montagerahmen (MLF: MLF') derart umgibt, dass optische Strahlung im 
wesentlichen nurdurch das Fenster (F; F* in die Sensorchipanordnung (10; 10') eintreten kann. 
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Optische Sensoranordnung und entsprechendes Herstellungsverfahren 
STAND DER TBCHNIK 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Sensoranordnung und ein entsprechendes Herstel- 
lungsverfahren. 

Obwohl auf beliebige optische Sensoranordnungen anwendbar, werden die vorliegende Erfindung 
sowie die ihr zugnindeliegende Problematik m bezug auf eine Thermopile-Sensoranordnung erlautert. 

Thermopile-Sensoren gehoren zur Gruppe der thermischen Strahlungssensoren, dass heiBt eine ein- 
fallende Strahlung fuhrt zu einer Temperaturdifferenz zwischen einer Empfangerflache und einem 
Differenzbereich (Warmesenke). Diese Temperaturdifferenz wird mit Thermoelementen aufgrund des 
Seebeck-Effektes in eine elektrische Spannung gewandelt. Die Ausgangsspannung ist nicht von den 
geometrischen Abmessungen der Thermoelemente, sondem lediglich von der gewahlten Material- 
kombination abhangig. Durch Reihenschaltung mehrer gleichbestrahlter Thermoelemente wird die 
Ausgangsspannung der so realisierten Thermopile's erhoht. 

Mit den Technologien der Mikromechanik ist es moglich, die Thermopiles als Siliziumchips analog 
zu den klassischen Halbleiterbauelementen unter Verwendung der typischen Halbleiterprozesse her- 
zustellen. Die Anwendungen von mehrebenen Technologien erlaubt zusatzlich eine weitere Reduzie- 
rung der geometrischen Abmessungen der Thermopiles. Die Thermopiles werden dabei zur Realisie- 
rung einer maximalen Empfmdiichkeit auf einer moglichst freistehenden thermisch isolierenden 
Membran vorgesehen. Ein geatzter Siliziumrahmen dient als Trager der Membran und zugleich als 
thermisches Referenzmedium. 

Herkommliche mikromechanische Thermopile-Sensoren, z.B. mit Infrarotfilter zur Gas-Detektion, 
werden in TO05- oder TO08-Packages mit optischen Fenstem verbaut. Dabei sitzt das Thermopile- 
Element mit seiner optisch inaktiven Seite auf den Gehauseboden, wahrend die Filter in der TO- 
Kappe verklebt sind. Durch die Wahl des Filtermediums bzw. des Fenstermaterials konnen wahrend 
der Konfektionierung der Sensoren in derartigen Metall-Hermetikgehausen wesentliche Sensoreigeur 
schaften wie Empfmdiichkeit, Zeitkonstante und erfasster Spektralbereich beeinflusst werden. 
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Diese Art des GehSuses ist sehr teuer und durch die notwendigen Offnungen in der Kappe auch nicht 
mehr hermetisch dicht Es erfoigt in der Regel keine Passiviening der Bonddrahte, was die Tauglich- 
keitfBr Anwendvingen imFreien, insbesondere Automobilanwendungen, wegen Betauung, Korrosion, 
ete. in Frage stellt 

Weiterhin bekannt sind voUs^dig umspritzte beziehungsweise gemoldete Sensoren, zum Beispiel 
mifcromechanische Besohleunigungssensoren. Hierbei wird das Sensorelement mit seiner inaktiven 
Riickseite auf einen TrSgerstreifen (Leadfirame) befestigt (geWebt oder gelStet). Mit Drahtbondver- 
bindungen wird ein elektrischer Kontakt auf dafUr vorgesehenen KontaktflScljen (sog. Leads) am 
Rande der Chipmontageflache hergestellt. Danach wird der Leadframe mit Kunststoffinasse bezie- 
hungsweise Mold-Compound umspritzt beziehungsweise gpmoldet Da das Mold-Compound im inte- 
ressanten Frequenzbereioh fUr Thermopile-Sensoren zur Gas-Detektion (beispielsweise im Infrarotbe- 
reich > 4000 nm WellenlSnge) nicht ausreichend transparent ist, wire bei einer derartigen Montage- 
technik (voUstSndiges Umspritzen) fiir Thennopile-Sensoren kein optischer Zugang zum Sensor mehr 
vorhanden. 

Schliesslich sind allgemein IC-Gehause mit einem an der RUckseite freiliegenden (sog. exposed) 
Chipmontagpbereich (sog. Die-Pad) flir Leistungs-IC's zum Zwecke der besseren Warmeableitung 
bekannt. 

VORTEILE DER ERFINDUNG 

Die erfindungsgemasse optische Sensoranoidnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und das ent- 
sprechende Herstellungsverfahren gemSss Anspruch 16 weisen gegenOber den bekannten Losungsan- 
satzen den Vorteil auf, dass sie eine einfache und sehr kostengUnstige Montage, wobei alle Bondver- 
bindungen passiviert sind, ermQgUcht. Somit ergibt sich ein ffir Automobilanwendungen tauglicher 
Sensor. 

Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liegende Idee besteht darin, eine Veipackungseinrichtung, 
beispielsweise in Form eines moldbaren Gehauses, mit einem optisch offenen Bereich in Form eines 
Fensters auf der Chipmontageflache vorzusehen, in dem ein optischer Sensor vorgesehen ist, der im 
wesentlichen nur durch das Fenster zu detektierender optischer Strahlung ausgesetzt ist. 

Im Vergleich zu einen bekannten Package mit einer Kavitat an der Oberseite, bei dem die Montage- 
toleranzen im Aufbau sehr groB sein kSnnen und ein Stempel die aktive Chipflache vor dem Mold- 
Compound schOtzen muss, wird bei der erfrndungsgemfiBen Sensoranordnung kein Stempel benotigt. 
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der direkt auf den Chip druckt und diesen eventuell beschadigen kann. Lediglich das Fenster im Chip- 
aufhahmebereich muss vor dem Verpackungsmaterial (z.B. Kunststoff, Molding Compound) ge- 
schtttzt werden. Eine Passivierung mit einem nichttransparenten Standard-Mold-Compound ist mog- 
lich, so dass kein weiteres Passivierungsmaterial benStigt wird. Im Falle der Montage auf ein Substrat 
besteht die Mbglichkeit der Anbringung weiterer optischer Filter auf dem Substrat oder der Verpa- 
ckung selbst Somit lassen sich beispielsweise austauschbare oder nachrOstbare Filter vorsehen. 

In den UnteransprUchen fmden sich vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des jeweiligen 
Gegenstandes der firfindung. 

GemSss einer bevorzugten Weiterbildung weist die Sensorchipanordnung einen ersten Chip mit einer 
ersten und einer zweiten gegenuberliegenden Oberflache und einen zweiten Chip mit einer dritten und 
einer vierten gegenuberliegenden Oberflache auf, welche iiber die erste und dritte Oberflache verbun- 
den sind und einen Hohlraum einschliessen, in dem die Sensorstruktur angeordnet ist; und der erste 
Chip auf der ersten Oberflache einen Kontaktbereich fUr Drahtbonds au^eist, der seitlich Uber den 
zweiten Chip vorsteht (Bondbereich) und auf den mindestens ein an ein Anschlusselement (Lead) 
gebondeter Bonddraht gefQhrt ist. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind der 6ptisch transparente Bestrahlungsbereich 
und der umgebende Montagebereich auf der zweiten Oberflache (Grundflache) des ersten Chips vor- 
gesehen. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind der optisch transparent Bestrahlungsbereich 
und der umgebende Montagebereich auf der vierten Oberflache des zweiten Chips vorgesehen. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist der Chipaufiiahraebereich (z.B. das Die-Pad 
eines verwendeten Leadframes) eine fiinfte und eine sechste gegenUberliegende Oberflache auf, wo- 
bei die fUnfite Oberflache mit dem Montagebereich verbunden ist. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die sechste Oberflache nicht von der Verpa- 
ckungeinrichtung bedeckt ist und liegt mit einer Unterseite der Verpackungeinrichtung in einer Ebene. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ragen die Anschlusselementen aus gegenuberlie- 
genden Seitenflachen der Verpackungeinrichtung heraus, wobei ihre Enden (z.B. gemSss der Norm 
fQr gemoldete Gehause) in der Ebene der Unterseite liegen. 
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Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind die Enden der Anschlusselemente und die 
sechste Oberflache mit einem Substrat verbunden (2.B. verklebt oder geidtet), welches ein Durch- 
gangsloch im Bereich des Fensters aufweist. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die sechste Oberflache teilweise von der Ver- 
packungeinrichtung bedeckt ist und eine Unterseite der Verpackungeinrichtung in einer Ebene unter- 
halb der sechsten Oberflache liegt. 

Gemass einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist auf der zweiten bzw. vierten Oberflache des 
ersten Chips und/oder am Substrat im Bereich des Durchgangslochs eine optische Filtereinrichtung 
vorgesehen. 

ZEICHNUNGEN 

Ausfiihningsbeispiele der Erfihdung ist in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher eriautert. 

Es zeigen: 

Fig. la-d eine erste Ausffthrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Auft)au; 

Fig. 2a,b eine ?weite Ausflihrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufl>au; 

Fig. 3a-d eine dritte Ausflihrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufl)au; und 

Fig. 4a,b eine vierte Ausflihrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufl^au. 

BESCHREIBUNG DER AUSFtJHRUNGSBEISPIELE 



In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten. 
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Ohne Beschrankung der AUgemeinheit beschreiben die nachstehenden Ausfiihrungsformen eine opti- 
sche Sensoranordnung fUr einen optischen Thermopile-Sensor flir Automobilanwendungen. Insbeson- 
dere betreffen die Beispiele einen mikromechanischen optischen Thermopile-Sensor mit integriertem 
Filter zur Detektion von infraroter Strahlung im Bereich > 4000 nm Wellenltage zur Gas-Detektion 
(C02-Sensor). 

Fig. la-d zeigen eine erste Ausfahrungsform der erfmdungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufbau. 

In Figur la bezeichnet Bezugszeichen 10 allgemein eine optische Sensoranordnung in Form einer 
Thermopile-Sensoranordnung. Die Sensoranordnung 10 umfasst einen unteren Chip la mit einem 
Hohlraum 2a, ilber dem eine Membran M vorgesehen ist Auf der Membran M aufgebracht sind 
Thermopile-Sensorelemente TP und eine daruber liegende Absorberschicht A. tJber eine Leiterbahn 
LB ist eine elektrische Verbindung von den Thermopile-EIementen TP in den auBeren Randbereich 
des ersten Chips la gefUhrt, welcher im folgenden auch als Drahtbondbereich BB bezeichnet wird. 

Auf die obere OberflSche Ol des ersten Chips la ist ein zweiter Chip lb mit seiner Oberflache 03 als 
Kappe gebondet, wobei der zweite Chip lb ebenfalls einen Hohbraum 2b aufweist, der zu dem Hohl- 
raum 2a des ersten Chips ausgerichtet ist. Der zweite Chip lb ist dermaBen bemessen und ausgerich- 
tet, dass er den Drahtbondbereich BB des ersten Chips la freilasst. Auf die untere Oberflache 02 des 
ersten Chips la aufgebracht sind Filterschichten FS zum Ausfiltem bestimmter Wellenlangen. 

Zu dieser ersten Ausfuhrungsform sei bemerkt, dass das Silizium des ersten und zweiten Chips la, lb 
fiir die zu erfassenden optischen Wellenlangen im mittleren Infrarotbereich ausreichend transparent 
ist Bei ttblichen Thermopile-EIementen TP wird die zu erfassende optische Strahlung direkt auf die 
Absorberschicht A gerichtet. Dies wurde bei dem Aufbau nach Figur la bedeuten, dass die optische 
Strahlung die obere Oberflache 04 des zweiten Chips lb zugerichtet werden miisste. 

Im Gegensatz zu dieser ttblichen Vorgehensweise ist jedoch bei dieser ersten Ausfuhrungsform der 
optische Bestrahlungsbereich OB auf der Oberflache 02 definiert und erstreckt sich aufbaubedingt 
ttber den Durchmesser der Absorberschicht A beziehungsweise der darunter liegenden Thermopile- 
Elemente TP. Untersuchungen haben ergeben, dass die durch diese Bestrahlungsart aufiretenden 
Verluste durch die Thermopile-Elemente TP selbst relativ gering sind und nur wenige Prozent der 
gesamten Strahlungsausbeute ausmachen. 
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RingfBrmig umgeben ist der zentrale optische Bestrahlungsbereich OB auf der OberflSche 02 von 
einem Montagebereich RB, welcher, wie nachstehend ausfUhrlich eriautert, zur Montage dieser Sen- 
soranordnung 10 herangezogen wild, wobei der optische Bestrahlungsbereich freiliegend gelassen 
wird. 

In Figur lb ist eine Draufsicht auf die OberflSche 02 des ersten Chips la (ohne die Filterschicht FS) 
gezeigt. Durch die gestrichelten Linien hervorgehoben sind der Hohlraum 2a, der optische Bestrah- 
lungsbereich OB, der Montagebereich RB sowie der auf der gegenfiberliegenden OberflSche 01 lie- 
gende Drahtbondbereich BB. 

GemSB Figur Ic wird die Sensoranordnung 10 gemfiB Figur la,b auf einen Montagerahmen MLF m 
Form eines ttblichen Leadfiames mittels eines Montagebereichs LBR geklebt oder gel8tet Der Mon- 
tagerahmen MLF umfesst dazu einen mit einem Fenster F versehenen Chipaufhahmebereich DP sowie 
eine Mehrzahl von Anschlusselementen beziehungsweise -beinen AB. In der Schnittsdarstellung von 
Figur Ic nicht dargestellt ist die Aufhangung des Chipaufiaahmebereichs DP an entsprechenden An- 
schlusselementen - ablicherweise m den Ecken des Montagerahmens MLF. 

Bei der Montage der Sensorchipanordnung 10 wird der Montagebereich RB, welcher dem optischen 
Bestrahlungsbereich OB ringfiirmig umgibti nut dem Chipaufnahmebereich DP derart veibunden, 
dass der optische Bestrahlungsbereich OB nicht vom Chipaufhahmebereich DP bedeckt ist, also durch 
das Fenster F nach auBen hin firei liegt. 

Des weiteren weixlen Anschlusselemente AB uber entsprechende BondrShte BD mit der Leiterbahn 
LB und weiteren nicht gezeigten Leiterbahnen an entsprechenden BondflSchen verbunden. 

In emem anschliessenden Schritt wird die Sensoranordnung 10 nach Abschluss samtlicher Verbin- 
dungsvorgange bezaehungsweise L6t- oderKlebevorgSnge mit einer Moldverpackung MV umspritzt. 
Dabei verlMuft die Unterseite US der Moldverpackung MV im wesentlichen bUndig in einer Ebene mit 
einer unteren Oberfiache 06 des Chipaufiiahmebereichs DP, wobei die OberflSche 06 einer Oberfla- 
che 05 gegentiber liegt, auf die der Montagebereich RB des Chips la montiert ist. Die Verbindung 
zwischen dem Chip la und dem Chipaufhahmebereich DP muss dabei fur den Moldprozess dicht sein. 

Die Anschlusselemente AB ragen aus SeitenflSchen SSI, SS2 der Moldverpackung MV, deren plana- 
re Oberseite mit OS bezeichnet ist, und sind in tiblicher Weise nach oben oder unten gebogen. 
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Durcb diese Art der Montage liegt eine Sensoranordnung 10 vor, bei der optische Strahlung im we- 
sentlichen nur durch das Fenster F auf die Thermopile-Elemente TP bzw. die Absorberschicht A fal- 
len kann, da die Moldverpackung MV beziehungsweise der metallische Montagerahmen MLF fiir die 
betreffende optische Strahlung nicht transparent sind bzw. abschirmend wirken. 

Die Unterseite US der Moldverpackung MV ist im wesentlichen auch in einer Ebene mit den Enden 
der Anschlusselemente AB' (gemfiss JEDEC-Norm fur gemoldete Gehause der SOP-Form). 

Weiter mit Bezug auf Figur Id kann die derart verpackte Sensoranordnung 10 auf ein Substrat SUB 
gelotet werden, welches ein entsprechendes Durchgangsloch DL im Bereich des Fenster F aufweist. 
Entsprechende Lotbereiche LBR k5nnen dabei nicht nur an den Kontaktelementen AB vorgesehen 
werden» sondem auch an der freiliegenden unteren Oberflache 06 des Chipaufhahmebereichs DP, 
was die Stabilitat der Anordnung zusatzlich erh5ht und filr eine gute thermische Anbindung an das 
Substrat SUB sorgt. Diese Mdglichkeit, die verpackte Sensoranordnung am an der OberflMche 06 
freiliegenden Chipaufiiahmebereich DP zusatzlich mit den Substrat SUB zu verloten oder zu verkle- 
ben bewirkt nicht nur eine h5here Stabilitat, sondern auch eine bessere dynamische Ankopplung an 
das Substrat SUB. 

Der weiteren kann optional auf einer Oberflache des Substrats SUB beziehungsweise im Durch- 
gangsloch DL eine zusMtzliche Filtereinrichtung FI vorgesehen werden. Beispielsweise kann diese 
zusatzliche Filtereinrichtung auch auswechselbar beziehungsweise einstellbar gestaltet werden, was 
die Flexibilitat der Sensoranordnung zusatzlich erhdht. 

Fig. 2a,b zeigen eine zweite Ausfiihrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufbau. 

Bei der in Figur 2a gezeigten zweiten Ausfiihrungsform ist die Moldverpackung MV' andersartig 
gestaltet als bei der ersten Ausfiihrungsform gemaB Figur Ic. Insbesondere weist die Moldverpackung 
MV' hier eine Unterseite US' auf, welche in einer tieferen Ebene liegt als die untere Oberflache 06 
des Chipaufnahmebereichs DP, welche ihrerseits auch teilweise von der Moldverpackung MV' be- 
deckt ist. 

Auch bei dieser Ausfiihrungsform ist die Unterseite US' der Moldverpackung MV' im wesentlichen 
in einer Ebene mit den Enden der Anschlusselementen AB' und lasst durch eine Offnung MA jed en- 
falls das Fenster F im optischen Bestrahlungsbereich OB der Sensoranordnung 10 frei. Verfahrens- 
mSBig ISsst sich das Freilassen der unteren Oberflache 06 des Chipaufnalimebereichs DP dadurch 
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realisieren, dass beim Molden ein entsprechender Stempel am Moldwerkzeug in diesem Bereich vor- 
gesehen wird, wobei die Chips la,b durch den Montagerahmen MLF vor dem Stempel geschtitzt sind. 

Mit Bezug auf Figur 2b l^st sich diese Anordnung durch entsprechende Lotbereiche LBR iiber die 
Anschlusselemente AB* ebenfalls auf ein Substrat SUB* montieren, dass eine entsprechende Filter- 
einrichtung FI* aufweisen kann. Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Figur 2b ist das Durchgangsloch 
DL' das Substrats SUB' mit einem groBeren Durchmesser versehen als bei der obigen ersten AusfUh- 
rungsform, was den Raumwinkel ftir die Bestrahlung des optischen Bestrahlungsbereichs OB erh5ht 

Fig. 3a-d zeigen eine dritte AusfUhrungsform der erfindungsgemassen Sensorvorrichtung und deren 
Aufbau. 

Die in Figur 3a gezeigt dritte AusfUhrungsform der vorliegenden Erfindung unterscheidet sich von der 
oben erlSuterten ersten und zweiten Ausfiihrungsform insbesondere darin, dass der optische Bestrah- 
lungsbereich OB* auf der vierten OberMche 04 des zweiten Chips lb liegt, also auf dessen oberer 
Oberflache. Somit wird bei dieser dritten Ausfiihrungsfonn in tiblicher Weise die Absorberschicht A 
bestrahlt. Dem entsprechend ergibt sich ein ringfOrmiger asymmetrischer Montagebereich RB*, der 
den optischen Bestrahlungsbereich OB umgibt. Auch sind die Filterschichten FS* bei dieser Ausfiih- 
rungsform nicht auf der zweiten Oberflache 02, sondern entsprechend dem optischen Bestrahlungsbe- 
reich OB* auf der vierten Oberflache 04 vorgesehen. 

Ansonsten entsprechen die weiteren Komponenten von Figur 3a den bereits im Zusammenhang mit 
Figur la erlMuterten Komponenten. 

In der oberen Draufsicht auf diese Sensorvorrichtung gemaB Figur 3b sind der optische Bestrahlungs- 
bereich OB*, der diesen umgebende (unter Umsttoden asyrametrische) Montagebereich RB* und der 
Drahtbondbereich BB erkennbar, wobei an den Enden der Leiterbahnen LB jeweilige verbreiterte 
Drahtbondbereiche BPl, BP2, BP3 (auch Bondpads genannt) vorgesehen sind. 

In Analogic zur ersten Ausfuhrungsform gemaB Figur Ic wird, wie in Figur 3c dargestellt, die vierte 
Oberflache 04 Uber den Filterbereich FS* und einen Montagebereich LBR (Kleben oder Loten) auf 
dem Chipaufiiahmebereich DP* derart montiert, dass das Fenster F* des Chipaufiiahmebereichs DP* 
das optische Bestrahlungsfenster OB' der Sensoranordnung 10* freil^st. 

Wie aus Figur 3c deutlich erkennbar, ist aufgrund des asymmetrischen Montagebereichs RB* auch die 
Orientierung des Fensters F* im Chipaufhalimebereich DP* asymmetrisch zu dessen Mitte angeordnet. 
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Insbesondere ist der Drahtbondbereich BB seitlich gegenuber dem Chipaufnahmebereich DP* ver- 
setzt, um eine Kontaktierung mittels des Bonddrahtes BD vom Anschlusselement AB" in einfacher 
Weise zu ermdglichen. 

Nach Montage der Chips und Kontaktierung mit DrShten erfolgt das Umspritzen mit der Moldverpa- 
ckung MV" analog zu der ersten Ausftihrungsform gemSB Figur Ic, wobei wiederum die untere O- 
berflache 06 des Chipanschlussbereichs DP' in einer Ebene mit der Unterseite US der Moldverpa- 
ckung MV" verlfiufl und voilstfindig freiliegt. Auch die Anschlusselemente AB" verlaufen an ihren 
Enden im Bereich dieser Ebene nach JBDEC-Norai, wie Figur 3c deutlich entnehmbar. 

Mit Bezug auf Figur 3d wird die derart aufgebaute Chipanordnung auf einem Substrat SUB" mit ei- 
ner Durchgangs5ffiiung DL** analog zur DurchgangsofGtiung gemaB Figur Id montiert. Die Verbin- 
dung erfolgt Uber Lotbereiche LBR zwischen den Anschlusselementen RB* *. und dem Substrat SUB* * 
und optional zwischen der Oberflache 06 des Chipaufnahmebereichs DP* und dem Substrat SUB**. 

Ebenfalls vorgesehen ist eine optionale Filtereinrichtung FI** auf der der Chipanordnung 10* abge- 
wandten Seite des Substrats SUB**. 

Fig. 4a,b zeigen eine vierte'Ausfiihrungsform der erfindungsgemMssen Sensorvorrichtung und deren 
Aufbau. 

Mit Bezug auf Figur 4a verlMuft bei dieser vierten Ausftihrungsform die Unterseite US* in einer Ebene 
unterhalb der Oberflache 06 des Chipaufeahmebereichs DP*. Entsprechend ist eine Offnung MA* in 
der Moldverpackung MV*'* vorgesehen, welche das Fenster F* und damit den optischen Bestrah- 
lungsbereich OB* freilMsst. 

Scbliefilich mit bezug auf Figur 4b erfolgt bei dieser Ausftihrungsform analog zu Figur 3 b eine Mon- 
tage der verpackten Chipanordnung 10* uber die Anschlusselemente AB*** auf einen Substrat SUB*** 
iiber Lotbereiche LBR. 

Ebenfalls vorgesehen hier ist die Filtereinrichtung FI*** auf der der Chipanordnung abgewandten Seite 
des Substrats. 

Obwohl die vorliegende Erfmdung vorstehend anhand eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels be- 
schrieben wurde, ist sie darauf nicht beschrankt, sondem auf vielfaltige Weise modifizierbar. 
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Obwohl bei den obigen Ausfiihrungsfonnen nicht gezeigt. kdnnen selbstverstSndlich die Anschluss- 
elemente in beliebige Richtungen hinsichtlich des Cbipaufeahmebereichs DP gerichtet sein, so dass 
auch eine „umgekehrte« Montage auf dem Substrat mQglich ist und das Substrat kein Fenster benStigt 

Auch ist es mSglich, die Chipanordnung nicht auf den Montagerahmen zu Idten. sondem zu kleben. 

Des weiteren kSnnen alternative oder weitere Filteranordnungen auf die fieaiegende Oberflache des 
Chipaufiiahmebereichs aufgebracht werden. 



\ 
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beiichtigter Anspruchssatz 

1. Optische Sensoranordnung, insbesondere Thermopile-Sensoranordnung, mit: 

einer Sensorchipanordnung (10; 10') mit einem optisch transparenten Bestrahlungsbereich 
(OB; OB einem diesen umgebenden Montagebereich (RB; RB *) und einem 
Drahtbondbereich (BB); 

einem optisch isolierenden Montagerahmen (MLF; MLF*) mit einem Chipanfiiahmebereich 
(DP; DP') und einer MehrzaM Anschlusselementen (AB-AB'"); ™d 

einer optisch isolierenden Verpackungeinrichtung (MV-MV***); 

wobei 

die Sensorchipanordnung (10; 10') im Montagebereich (RB; RB*) mit dem 
Chipaufeahmebeieich (DP; DP') und im Drahtbondbereich (BB) mit einem oder mehreren der 
Anschlusselemente (AB-AB ' * ') verbunden ist; 

die Chipauj5iahmiebereich (LB; LB') ein derart angeordnetes Fenster (F; F') aufweist. das 
zumindest ein Teil des optischen Bestrahlungsbereichs (OB; OB ') nicht von dem 
Chipaufhahmebereich (DP; DP*) bedeckt ist; und 

die Verpackungeinrichtung (MV-MV'") die Sensorchipanordnung (10; 10') und den 
Montagerahmen (MLF: MLF') derart umgibt, dass optische Strahlung im wesentlichen nur 
durch das Fenster (F; F') in die Sensorchipanordnung (10; 10') eintreten kann. 

2. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sensorchipanordnung (10; 10*) einen ersten Chip (la) mit einer ersten und einer zweiten 
gegentiberliegenden OberflSche (Ol, 02) und einen zweiten Chip (lb) mit einer dritten und 
einer vierten gegeniiberliegenden Oberflache (03, 04) aufweist, welche uber die erste und 
dritte Oberflache (Ol, 03) verbunden sind und einen Hohkaum (2a, 2b) einschliessen, in dem 
ein Sensor (A, TP, M) angeoidnet ist; und der erste Chip (la) auf der ersten Oberflache (Ol) 
den Drahtbondbereich (BB) aufweist, der seitiich iiber den zweiten Chip (lb) vorsteht und auf 
den mindestens eine an ein Anschlusselement (AB-AB "') mit einem Bondpad am Ende einer 
Leiterbahn (LB) kontaktiert ist. 

3. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der optisch 
transparent Bestrahlungsbereich (OB; OB') und der umgebende Montagebereich (RB; RB') auf 
der zweiten Oberflache (02) des ersten Chips (la) vorgesehen sind. 

4. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der optisch 
transparent Bestrahlungsbereich (OB; OB') und der umgebende Montagebereich (RB; RB') auf 
der vierten Oberflache (04) des zweiten Chips (lb) vorgesehen sind. 

5. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Chipaufhahmebereich (DP; DP') eine fiinfte und eine sechste gegeniiberliegende Oberflache 
(05. 06) aufweist und die funfte Oberflache (05) mit dem Montagebereich (RB) verbunden ist. 



Ersatzbiatt 
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6. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die sechste 
Oberflache (06) nicht von der Veipackungeinrichtung (MV, MV* *) bedeckt ist und xmt einer 
Unterseite (US) der Verpackungeinrichtung (MV, MV") in einer Ebene liegt. 

7. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Anschlusselementen (AB, AB") aus gegenuberliegenden Seitenflachen (SSWl, SS2) der 
Verpackungeinrichtung (MV, MV ' ') herausragen und ihre Enden in der Ebene der Unterseite 
(US) liegen. 

8. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Enden der 
Anschlusselemente (AB, AB") und optional die sechste OberflSche (06) mit einem Substrat 
(SUB, SUB ' 0 verbunden sind, welches ein Durchgangsloch (DL-DL* * ') im Bereich des 
Fensters (F; F*) aufweist. 

9. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die sechste 
Oberflache (06) teilweise von der Verpackungeinrichtung (MV, MV* *) bedeckt ist und eine 
Unterseite (US') der Verpackungeinrichtung (MV, MV'*) in emer Ebene unterhalb der 
sechsten Oberflache (06) Uegt. 

10. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Anschlusselemente (AB, AB") aus gegenuberliegenden Seitenflachen (SSWl, SS2) der 
Verpackungeinrichtung (MV, MV") herausragen und ihre Enden in der Ebene der Unterseite 
(US') liegen. 

11. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Enden der 
Anschlusselemente (AB, AB") mit einem Substrat (SUB, SUB") verbunden sind, welches ein 
Durchgangsloch (DL-DL") im Bereich des Fensters (F; F') aufweist 

12. Optische Sensoranordnung nach einem der Anspriiche 8 oder 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der zweiten bzw. vierten Oberflache (02, 04) des ersten Chips (la) und/oder am 
Substrat (SUB, SUB ") hn Bereich des Durchgangslochs (DL-DL"') eine optische 
Filteiemrichtung (FS; Ft H") vorgesehen ist. 

13. Optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Montagerahmen (MLF: MLF*) ein Lotrahmen ist 

14. Optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Ansprttche 4 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Drahtbondbereich (BB) seitlich ttber den Chipaufoahmebereich (DP') 
vorsteht 

15. Verfahren zur Herstellung einer optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, gekennzeichnet durch die Schritte: 

Verbinden der Sensorchipanordnung (10; 10') im Montagebereich (RB; RB') mit dem 
Chipaufoahmebereich (DP; DP') und im Drahtbondbereich (BB) mit dem einem oder den 
mehreren der Anschlusselemente (AB-AB ' * '); und 

Aufbringen der Veipackungeinrichtung (MV-MV'") in einem Molding-Prozess. 
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12. Optische Sensoranordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Enden der An- 
schlusselemente (AB, AB") mit einem Substrat (SUB, SUB") verbunden sind, welches ein Durch- 
gangsloch (DL-DL") im Bereich des Fensters (F; F') aufweist. 

13. Optische Sensoranordnung nach einem der Anspriiche 8 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
auf der zweiten bzw. vierten Oberflache (02, 04) des ersten Chips (la) und/oder am Substrat (SUB, 
SUB") im Bereich des Durchgangslochs (DL-DL"*) eine optische Filtereinrichtung (FS; FI; FI") 
vorgesehen ist. 

14. Optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Montagerahmen (MLF: MLF*) ein L5trahmen ist. 

15. Optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 4 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Drahtbondbereich (BB) seitlich uber den Chipaufhahmebereich (DP*) vorsteht. 

16. Verfahren zur Herstellung einer optische Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch die Schritte: 

Verbinden der Sensorchipanordnung (10; 10') im Montagebereich (RB; RB') mit dem Chipaufhah- 
mebereich (DP; DP') und im Drahtbondbereich (BB) mit dem einem oder den mehreren der An- 
schlusselemente (AB-AB* * '); und 

Aufbringen der Verpackungeinrichtung (MV-MV"') in emem Molding-Prozess. 
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BEZUGSZEICHENLISTE: 



BB 


Drahtbondbereich 


OB,OB* 


Optischer Bestrahlungsbereich 


RB,RB* 


Montagebereich 


10,10* 


Sensorchipanordnung 


la,lb 


erster, zweiter Chip 


2a,b 


Hohlraum 


01-06 


Oberflgchen 


M 


Membran 


TP 


Thermopile-Sensoren 


A 


Absorberschicht 


FS,FS' 


Filterschicht 


LBR 


Lotbereich 


MLF,MIJF' 


Montagerahmen 


DP,DP' 


Chipauffaahmebereich 


AB-AB"* 


Anschlusselemente 


MV-MV'" 


Moldverpackung 


BD 


Bonddraht 


US,US' 


Unterseite 


OS 


Oberseite 


SS1,SS2 


Seitenflachen 




Fenster 


DL-DL'" 


Durchgangsloch 


MA,MA* 


Offnung 


SUB-SUB"' 


Substrat 


FI-FP" 


Filtereinrichtung 


BP1-BP3 


Bondflachen 


LB 


Leiterbahn 
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